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Roteiro
1. Breve explanagdo da idéia que sera desenvolvida no roteiro
(3minutos):

Nesta etapa sera apresentada a idéia geral no qual o trabalho se desenvolvera.

-Texto base: A camara desenvolvida no laboratorio realiza o processo de
tratamento superficial denominado nitretacdo a plasma. Com esse processo €
possivel endurecer superficialmente pecas metalicas pela introdugao de nitrogénio.
Ele consiste em aumentar a resisténcia ao desgaste através do endurecimento
superficial, tendo ampla aplicagédo em ferramentas de conformagéao
2. Explicagao do funcionamento (5 minutos).

Nesta etapa sera descrito o funcionamento do equipamento. Primeiramente
sera explicado (parte tedrica) como os ions de nitrogénio sao introduzidos na
superficie e como provocam o endurecimento superficial por esta técnica. Apds sera
explicado em detalhes todos os requisitos necessarios para se conseguir implementar
o conceito anteriormente apresentado.

-Descrigao: Sera inicialmente apresentado o equipamento a plasma como um
todo, buscando assim obter uma visdo geral e simplificada para entao chegar a uma
idéia global de seu funcionamento, sem se aprofundar em detalhes. Serao
explanados os conceitos de catodo e anodo, como também como se da a deposigcao
de ions. Logo em seguida sera feita uma divisdo do equipamento em trés blocos
basicos: sistema a vacuo, fonte de poténcia e reator, explicando cada bloco
separadamente.

-Material de auxilio a ser utilizado: Sera utilizado o préprio equipamento para
desenvolver a explanagao, assim como desenhos esquematicos da parte elétrica e de

vacuo da mesma.

3. Explicacdao do modo de operagao (5 minutos).

Nesta etapa sera descrito passo-a-passo qual o procedimento necessario para
gue se realize o processo de nitretacdo a plasma, desde a preparacdo da amostra a
ser nitretada até analise do produto final.

-Texto base (processo resumido): As amostras a sofrer o tratamento devem



ter diametro préximo de 5 cm, sendo que antes de ser colocada na camara devera ser
lixada, polida e desengordurada. O reator deve ser lixado e limpo com alcool
isopropilico, as missangas e tubos de vidros devem ser limpos e tratados com acido
cloridrico. Colocam-se as amostras juntamente com uma amostra de teste, com a
temperatura controlada. Posteriormente deve-se ligar a bomba de vacuo e esperar
para que o mandémetro indique a menor pressado possivel, pelo menos 0,05 mbar.
Liga-se a fonte de tensdo e regula-se seu valor nominal, este iniciara o aquecimento.
Em seguida é inserida na atmosfera hidrogénio referente ao primeiro processo
(sputtering), de limpeza por bombardeamento iénico, formando um plasma a menor
pressdo, em torno de 0,5 mbar. Apds determinado periodo € inserida a segunda
mistura de gases, que consiste de nitrogénio, hidrogénio e argdnio, formando um
plasma a pressdo de Smbar. O plasma aquece as peg¢as a uma temperatura de
aproximadamente 500°C, aquecimento que se da diretamente na superficie das
mesmas. A amostra permanecera nesta situagdo por um determinado periodo
completando assim o processo de nitretacao.

-Material de auxilio: Serdo mostradas as amostras antes do processo, depois
do processo, o equipamento de nitretacdo, o uso dos controladores de temperatura e
pressdo, os cilindros de gases e demais acessorios. Sera também mostrada a
formacéo do plasma, indicando suas caracteristicas, como coloracéo, temperatura e

outros fatores.
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